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Abstract (en)
The arrangement (14) has contact elements (15) for electrically contacting a printed circuit board (PCB) (10). The contact elements include
electrically conductive contact surfaces (18) for electrical contacting of a spring element of a plug. The contact surfaces are provided at oppositely
lying surfaces of the PCB. The contact elements include spacer elements (16a), which are carried by the PCB and carry the contact surfaces, so
that contact surfaces include a spacing to a surface of the PCB. The spacer elements are curved over a surface of the PCB.

Abstract (de)
Eine Kontaktanordnung 14 umfasst eine Leiterplatte 10 und ein Kontaktelement 15 zum elektrischen Kontaktieren der Leiterplatte 10.
Das Kontaktelement 15 weist eine Kontaktfläche 18 zum elektrischen Kontaktieren eines komplementären Kontaktelements 26 einer
Kontaktiereinrichtung 22 auf. Das Kontaktelement 15 weist ein Abstandselement 16a bis 16p auf, das von der Leiterplatte 10 getragen wird und das
die Kontaktfläche 18 trägt, so dass die Kontaktfläche 18 einen Abstand zur Oberfläche der Leiterplatte 10 aufweist.
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